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MEMNORIA DES RIPRPIVA
de una
PATENDTE DE INVEWCION

pors:

"PROCEDTLIBNTG PARA LA PABRICACION D CIRCUITGS
IPRESOS" .,
Cuyo registro se solicita por VEINYE ANCS, para todo
el territorio nacional, & nombre y favor de D, Jesus
GOZALEZ GONZALEZ, con residencia en SALALANCA, Pl. Unési-

mo Redondo, 10.

Los circuitos impresos eldctricos son utilizados de
meneras creciente por la industrizc wmodernsz cowo counsecuencia
1ézica de sus dptimas condiciones en cuznto o reudiuiento,
econoumia y eficacia.

Se conocen ya, por consiguiente, diferentes metddos
y sistemas para su fabricacidn, ya que, con independencia
de los avances gue la estricta téenica de su fabricacidn
hg ido sugiriendo, las nuevas aplicaciones a que se les
na ido destinando han forzado unz constente y wenttenida

pinvestigacion sobire los wiswos, puesto que son Luy dis-
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L tintas las condiciones que pueden exigirsele a un circui-
to impreso de acuerdo y en armonia con la naturaleza del
complejo eléetrico o del agparato al aie debe servir.,

En la prictica, por ejemplo, se ha tropezado con el
inconveniente de que circuitos febriczdos con una finali-
dad especifica y determinada no resultan aptos, para otiras
en las que ldégicamente también deberian tener aplicacidn,
siendo ocasionado ello por el distinto comportamiento de
los materiales, integrantes de los mismeos w otras circuns—
tanclies semejantes que se manifiesten al no ser idénticas
lasg condiclones de trabajos.

Asimismo, el constonte estimulo de una siwmplificacidn
en las cperaciones precisas paras su fabricscidn con vistas
a uns mayor economia, y la eleccidén de los materiales ugs
idbneos para conjugar dichas cualidades con la perfeccidn
¥ seguridad de su obligado rendimiento industrial, han
llevado sl solicitante de la presente patente de invencidn,
tras minuciosos estudios y experiencias, a plasmar un nuevo
vrocedimieno de fabricacidn para tales circuitos y para

la mgs amplia gams de sus posibles utilizaciones, si bien
citaremos como uns de las mds importantes la de su incorpo-
racidn a aparatos radiadores de calor.

Dada la especizl dedicacidn indiczda como prefernte
para estos circuitos, se ha tenido muy en cuenba la con~
veniencia de desarrollsr un procedimiento que confiriese
una riguross uniformidad en la capacidad de dicho circuito
b, todo lo largo de su extensidn, condicidn esta dltima

nmuy importante cuando en el aparato alque se aplique el
circuito hays de funcionar este como elemento de resis=—
tencia y no en funciones de puro elemento conductor.

Tambidn se ha tenido muy en cuenta el consegulr un




10

15

20

25

30

circuito acondicionade pare sobrellevar perfectauente, y
sin resguebrajamientos, los relativauente elevados caubios
de temperatura gue ha de sufiir, conjugando de nuners ade-
cuada los medios y elementos empleados en su fabricacidn
atendiendo a los respectivos coeficientes de dilatucciln de
los diversos ngteriales que le cowponen.

Sustancisluente, el procediwiento se curucteriza por
establecerse lu placa-soporte del circulto, nuaturalmente
de material dieléetrico o dotada de un recubrimiento que
le preste tales caracteristicas, habiendo resultado comé
las nds aconsejable una placa-soporte constituida por una
chapa de acero gebidamente vitrificada.

Con diche chaps se procede, en priwer lugar, a reali-
zar una operacién de revenido, sometiéndola 2 un calenta-
niento conveniente por cualguier sistema iddneo con la fi-
nalidad de conseguir que la estructura superficizl de la
misms adopte una naturalezs pastosa y en cierto modo adhe-
siva, en cuyo momento se aplica sobre toda su superficie
una proyeccidn de metal fundido, utilizando pare e¢llo una
pistola de umetulizar acoplgda a un dispositivo que produz—
ca un woviniento de vaivén, o bien mediante un grupo de
pistolas de metalizar dispuestas de modo que, cubriendo
con su proyeccidn el ancho de la placs dieldctrice, ésta
se encuentre sometida a un movimiento determinado y con-
tinuo de traslacidn, recibiendo de waners uniforme el ro-
ciado emergente del grupo de pistolas metalizadoras.

Obtenida en esta foruma la placa=-soporte, provista
de une pelicula metdlica por su cears funcionel, es decir,
por la que ha de comportar el circulto impreso cuya reali-
zacién preconiza el procedimiento, se procede a incorporar-

mediante serigrafia, y utilizando resinas sintéticas gque
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 uds adelante actuarin como protector gquimico, uns oculta-
cidn del perfil o grabacidn que ha de constituir el circui-
to que pretendamos obtener, a cuyo efecto se euplean planti-
llas o pantallas que solamente dejan trascender las citadas
regings protectoras por aquellas lineas 0 zZongs que nos in-
teresan, procediéndose a continuacidn a la inmersidn de las
placas-soportes de esta manera scondicionadas en un bafio
quimico que actie atacando el maberisl proyeciado sobre la
place y no recublierto por el protéotor que constituye el
‘perfilado -de resinas sintéticas, el cual peruanecerd al no
ser afectado por los integrantes quinicos gue entren en la
composicidn del bafio a que hemos aludido.

In el caso en que, & titulo de ejemplo y de realiza-
cidn preferente, se ubilice como elemento de proyecciln me-
t4lice une proyeccidn aluminica, se puede emplear un bafio
conpuesto por hidrédxido sédico diluido en agua caliente con
‘teilperaturs y concentracidn adecuadas.

Con ésto, y pera tener totzlmente ultimado el circuito
impreso, sélo nos resta procede; a la eliminacidn del pro-
tector quimico empleado sobre el disefio del propio circuito,
lo cusl se lleva a cabo mediante usuales métodos quimicos
de ablandamiento y despegue, conplementados con procedimien
tos mecdnicos pera arrastre de residuos, asi como, por Ulti-
mo, dotarle en los puntos extremos de le linea conformado-
re del circuito de unos ensanchanientos o0 encusdres forme-—
dos por proyeccidn metalizada, tanbién mediante pistolas,
preferentemente con cobre en esta ocasidn, pars que cons—
tituyan las bases de implantacidn de los oportunos medios
contactores que determinen el funcioﬁamiento del circuito.

Se ha previsto la posibilidad de establecer sobre
una misma placa soporte, una pluralided de clrcuitos, pre-

' ferentenente dos, que debidamente dinterconexionados
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por nandos apropiados, permiten diversificar el rendiuwlen-
1o del aparsato portador de dicha placa en cada momento y
a voluntad aumentando la eficacia y serviclo prestados

por el mismo.

Cuanto se ha dicho es fiel reflejo de la invencidn
debiendo considerarse en sentido amplio, nunca en forma
limitativa, y giendo indiferentes todas lag circunstancias
de Indole secundaria que no afecten ni alteren, en lo fun-
damental, las caracteristicas que definen al sistema, le

tipifican y se reivindican,

NOTA

- it o Tt

Se reivindican los‘términos sizuientes:

Le.—- Procedimiento para la fabricacidn de circuitos
impresos, caracterigado por establecerse una placa-soporte
para el circuito realizada en material dieléctrico, prefe-
rentemente acero vitrificado, cuya placa se souete & una
operacidn de revenido, calentdndola o utilizando otro medio
susceptible de determinar en la superficie una naturalezs
pagtosa y hasta cierto punto adhesiva.

2.~ Procedimiento, segin el punto 1, caracterizado
porqué, uns, vez lograda la placa-soporte con las cuslida=
des mencionadas, se le aplica en toda su superficie una
proyeceidn de metal fundido, utilizando al efecto ung pls-
tola de metalizar acoplada a un dispogitivo gue proporciona
wt novimiento de vaivén, o bien un grupo de pistolas de
netalizar dispuestas de manera que cubran todo el ancho
de la placa dieléctrica, la cuasl estd sowetida a un wovi-
niento de traslacidn.

3.~ Procedimiento, gegin puntos anteriores, caracte-

rizado porque, incorporsda por serizrafiz, se le adapta
J




10

15

20

378639

y & la cara funcional de lsa placa-soporte, 0 sea aguella
que ha de comportar el circuito impreso, una ocultacidn
o peliculs de resina sintéticas en funcidén de protector
quinico sobre el perfil que determinsrd dicho circuito
y extendida a modo de recubrimiento o defensa spropiads
para su proteccidn, a cuyo efecto se utilizan plantilles
0 pantallas que éolamenta dejan trascender la resins por
las zonag o puntos previamente determinados para tal fin.

4.~ Procedimiento, segln puntés'l al 3, caracteriza=-
do porque, a continuascidn, se sumerge la placa para ser
tratads en un bafio quimico que atace el maberial proyec—
tado sobre la placa & excepcidn de lass partes o lineas de-
fendidas por el protector gufmico, el cual permanece inslte-
rable y sin afectar en dichas partes, habiéndose previsto,
pare los casos en que se ubilice como elemento de proyec—
cién metdlica uno de natursleze alumfnica, el empleo de Li-
drdézxido sddico diluido en sgua caliente a temperatura y
concentracidn adecusdas y procediéndose, por dltimo, a la
eliminacidn del protector guimico mediante tratamientos
igualmente quimicos de ablandamiento y despegue, comple-
mentados con un adecuado proceso mecdnico finel para arres-—
tre de residuos.

5= PROCEDIKIENTO PARA LA FABRICACICH DE CIRCUITCS
TITPRESCS .

Todo conforme se describe en la presente memoria,
que consta de SEIS HOJAS mecanografiadas por uns sola

care y folisdas.

Mgdrid, 15 de Abril de 1.970
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